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© Durch Strahlung partiell entklebendes Selbstklebeband (Dicing Tape). 




Europaisches Patentamt 
European Patent Office 
Office europeen des brevets 



© Strahlungs-vernetzbares Selbstklebeband (Dicing 
Tape) zum vorubergehenden Fixieren von Wafern, 
mit einem Trager aus einer Strahlungs-durchlassi- 
gen Folie und einer strahlungsvernetzbaren Selbst- 
klebemasse, dadurch gekennzeichnet, daB die poly- 
mere Selbstklebemasse Strahlungs-lnitiatoren copo- 
lymerisiert enthalt, und daB die Klebekraft durch 
Bestrahlung herabgesetzt wird. 
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Die Erfindung betrifft ein durch Strahlung part- 
tell entklebendes Selbstklebeband, ein sog. Dicing 
Tape, wie es zum vorubergehenden Fixieren von 
Wafern und dergleichen bei deren Bearbeitung ver- 
wendet wird. 

Bevor bei der Chip-Herstellung die einzelnen 
Schaltelemente und Leiterzuge auf dem Wafer er- 
zeugt werden konnen, muB der Wafer zunachst 
sehr eben sein. Dieses erreicht man durch Schlei- 
fen. Hierbei ist eine Fixierung und ein Schutz notig, 
wie ihn ein sog. Dicing Tape bietet. Darauf haftend 
wird der so vorbehandelte Wafer bestimmten Pro- 
zessen unterworfen, urn die eigentlichen Schaltele- 
mente und Leiterzuge zu kreuzen. Bei diesen Pro- 
zessen handelt es sich vorwiegend urn photolitho- 
graphische Prozesse. Im AnschluB daran wird der 
vorbehandelte Wafer zersagt, um die einzelnen 
Chips zu erhalten. Auch fur den Sagevorgang muB 
der Wafer fixiert werden, in der Regel mit jenem 
Dicing Tape, das zu Beginn eine bestimmte Aus- 
gangsklebkraft hat, die nach erfolgtem Sagevor- 
gang gezielt abgesenkt wird, um die Chips zu 
vereinzeln. Bei kleinen Chips erfolgt die Vereinzel- 
ung durch ruckseitiges Anstechen mit einem Dorn 
und anschlieBendes Abheben mit einem Saugstem- 
pel. Bei groBeren Bauelementen versagt dieses 
Verfahren, da die Chips zerbrechen konnen. Hier 
ist ein Dicing Tape notwendig, bei dem die Kleb- 
kraft nach dem Sagen gezielt absenkbar sein muB, 
so daB das Anstechen mit einem Dorn entfallt. 

Derartige Dicing Tapes sind bereits bekannt 
So beschreibt die EP-OS 157.508 ein dunnes 
Selbstklebeband, das bei der Bearbeitung von 
Halbleiter-Wafern eingesetzt werden soli und das in 
der Klebmasse einen nachtraglich zugemischten 
Photosensibilisator enthalt. Die Klebkraft dieses 
Bandes mit aufgeklebten Wafern laBt sich durch 
Dehnen und UV-Bestrahlung so reduzieren, daB die 
Wafer mit entsprechenden Greifern/Saugrusseln 
wieder von dem Band abgenommen werden kon- 
nen. 

Auch aus der EP-OS 298.448 ist ein solches 
strahlungsvernetzbares Selbstklebeband bekannt, 
bei dem in der Klebmasse Cyanurate und Isocy- 
anurate verwendet werden, um die UV-Vernetzung 
und damit die erwunschte Klebkraft-Depression zu 
verbessem. 

Es sind auch bereits Selbstklebebander aus 
der DE-PS 2.743.979 bekannt, die eine vernetzte 
Polyacrylat-Klebmasse aufweisen, welche einen 
Photoinitiator einpolymerisiert enthSIt, um die Kleb- 
masse nach Beschichten auf den Klebeband-TrS- 
ger in gezielter Weise durch UV-Strahlung zu ver- 
netzen, in den Zustand einer weitmaschigen, gegen 
Nachvernetzung stabilen KettenverknDpfung, wie 
sie fur Selbstklebemassen typisch ist (Sp.2, Z.23- 
28). 



Produkte dieses Standes der Technik weisen 
jedoch fUr den vorgesehenen Zweck der Wafer- 
Bearbeitung schwerwiegende Nachteile auf. 

Wafer werden als Halbleiter fUr elektronische 
5 Anwendungen aus Materialien von auBerordentli- 
cher Reinheit hergestellt. Fur diese gelten spezifi- 
sche Anforderungen, die es erforderlich machen, 
diese mit groBter Vorsicht zu behandeln, nicht nur 
mechanisch sondern auch chemisch. Bei jedem 
w Kontakt mit Fremdmaterialien ist darauf zu achten, 
daB keinerlei niedermolekulare, migrationsfahige 
Bestandteile auf oder in den Wafer ubergehen kon- 
nen. Derartige Verunreinigungen wurden seinen 
Gebrauch beschranken oder gar unmoglich ma- 
15 chen. Dazu kommen toxikologische Bedenken 
beim Arbeiten mit entsprechenden Klebmassen, da 
an entsprechend hochspezialisierten Arbeitsplatzen 
taglich und Uber lange Zeit mit diesen Materialien 
umzugehen ist 
20 Anregungen fOr die hier vorgesehene Anwen- 

dung konnten aber auch nicht aus der DE-PS 
2.743.979 erhalten werden, da dort gerade durch 
die vorgesehene UV-Bestrahlung typische Selbst- 
klebemassen erst geschaffen werden sollten (Sp.2 f 
25 Z.23-28), wahrend es sich hier darum handelt, eine 
drastische Depression der Klebkraft zu erzielen, 
wie eben ein Dicing Tape mit einem typischen 
Selbstklebeband nicht vergleichbar ist. Die Selbst- 
klebemassen gemaB DE-PS 2.743.979 lassen sich 
30 zudem durch Bestrahlung nicht entkleben. Sie er- 
reichen viel mehr einen Grenzwert der Vernetzung, 
der auch durch langeres Bestrahlen nicht uber- 
schritten wird. Die Klebrigkeit bleibt dabei nahezu 
unverandert erhalten. 
35 Gelost wird die gestellte Aufgabe mit einem 

Dicing Tape, wie dies in den AnsprGchen naher 
gekennzeichnet ist. 

Damit werden Vorteile bei der Bearbeitung von 
Wafern erzielt, die den Fachmann uberraschen. 
40 Durch den kovalenten Einbau der Photosensibilisa- 
toren in Selbstklebemassen entsteht bereits wah- 
rend der Copolymerisation ein homogenes Produkt, 
das die Fertigung des erfindungsgemaBen Dicing 
Tapes erlaubt. Dadurch ist auch die gewunschte 
45 Vernetzung, die zur Klebkraftdepression fuhrt, be- 
sonders gleichmaBig und effizient. Dieses gilt auch 
fur den Fall, daB Folien mit maBiger Strahlungs- 
transparenz verwandt werden. Zudem kann das 
Klebkraftprofil gezielt eingestellt werden, vor und 
so nach Vernetzung, sowohl durch die Monomeren- 
Kombination als auch durch die Strahlungs-lntensi- 
tat und -Dauer. Dieses Klebkraft-Profil wird vorteil- 
haft bestimmt durch den gezielten Einbau von kri- 
stallinen bzw. amorphen Polymersegmenten im Co- 
55 polymer. Mit besonderem Vorteil werden langketti- 
ge Acrylsaureester wie z.B. Stearylacrylat verwen- 
det, dessen Seitenkettenkristallinitat besonders zu 
den Klebeigenschaften beitragt. Ein nachtraglicher 
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Zusatz von reaktiven und toxischen niedermoleku- 
laren Verbindungen fOr die Vernetzung ist nicht nur 
unnotig, sondern wird im Interesse der Reinhaltung 
des Wafers bewufit vermieden. 

Als Tragermaterialien sind sowohl die Ublichen 
halogenhaltigen Folien wie z.B. PVC einsetzbar, als 
auch halogenfreie Folien, die aus okologischen 
Aspekten deutliche Vorteile bieten. Die Folien kon- 
nen sowohl einschichtig, als auch mehrschichtig 
laminiert, vorzugsweise jedoch einschichtig sein. 
Aufgrund des selektiven Charakters der UV-lnitiato- 
ren ist der Einbau bestimmter UV-Rlter in das 
Foliensystem Gberflussig. 

Als Tragermaterialien kommen alio strahlungs-, 
insbesondere UV-durchlassigen Folien in Betracht, 
die sowohl aus Homopolymeren als auch aus Co- 
polymeren aufgebaut sein konnen, wie beispiels- 
weise Polyethylen, Polypropylen, PVC, Polyester 
Oder Ethylenvinylacetat-Copolymere, vorzugsweise 
Folien mit einem hohen elastischen Anteil, wie 
Weich-PVC und Polybuten Oder 1 ,2-Polybutadien 
Oder Ethylbutylacrylat-Copolymere als halogenfreie 
Varianten. Bestimmte Weich-PVC und Ethylbutyl- 
acrylat-Copolymer Typen bieten den Vorteil, daB 
Dehnungen bis zu 800% gleichmaBig in X und Z- 
Richtung zu realisieren sind. Die Dicken der Folien 
liegen insbesondere zwischen 5 und 400 urn, vor- 
zugsweise zwischen 20 und 80 urn. Die Verwen- 
dung eines Ethylbutylacrylatcopolymeren als Trag- 
ermaterial in Kombination mit einem Polyacrylatco- 
polymeren als Klebemasse erwies sich als beson- 
ders gunstig im Hinblick auf die Verankerung der 
Klebemasse. 

Die Polymerisation kann mit alien handelsubli- 
chen Initiatorsystemen durchgefuhrt werden, insbe- 
sondere mit radikalischen, wie Peroxide, Azoverbin- 
dungen und Dicarbonate, z.B. Benzoylperoxid, Di- 
tertiarbutylperoxid, Diamylperoxid, Azobisisobutyro- 
nitril, 2,2 , -Azobis-(2-methylbutyronitril), Bis(4-t-bu- 
tylcyclohexyl)-peroxidicarbonat, Diacetylperoxidi- 
carbonat. Besonders bevorzugt ist Dibenzoylpero- 
xid. 

Diese Verbindungen konnen sowohl alleine als 
auch als Mischungen eingesetzt werden. 

Die Klebkraft-depression vor dem Entfernen 
des durchgesagten Chips von dem Dicing Tape 
erfolgt durch Strahlenvernetzung, insbesondere 
durch UV-Bestrahlung. Die verwendeten UV-Sensi- 
bilisatoren sind dabei Verbindungen, bei denen die 
UV-sensiblen Gruppen an polymerisierbare Einhei- 
ten gebunden sind. Beispiele hierfQr sind 2-Propen- 
s3ure-(2-oxo-1 ,2-diphenyl-ethyl)-ester (Benzoin- 
acrylat) und 4-(2-Acryioyloxyethoxy)-phenyl-(2-hy- 
droxy-2-propyl)-keton, bevorzugt ist Benzoinacrylat. 
Diese Photosensibilisatoren werden insbesondere 
in Mengen von 0,1-5 Gew.-%, vorzugsweise 1-3 
Gew.-% eingesetzt. 



Auch diese Verbindungen k5nnen sowohl al- 
leine, als auch als Mischung eingesetzt werden. 

Geeignete Monomere fur die Synthese des 
Klebstoffsystems sind Acrylsaure und Acrylsauree- 
5 ster vom Typ H 2 C = CRi-CO-OR2, mit folgenden 
Bedeutungen 

R 1 = H1-CH3, R 2 = C1-C24 mit linearen und 

verzweigten Kohlenstoffketten in der Estereinheit, 

Ethyldiglykol, 4-t-Butylcyclohexyl, 2-Hydroxyethyl, 
70 Hydroxypropyl, Hydroxybutyl, Dimethylaminoethyl, 

vorzugsweise n-Butyl bis Stearyl. 

Entsprechende Varianten auf der Basis von 

Methacrylsaure und Methacrylsaureestern sind 

ebenfalls geeignet. 
75 Auch Vinylacetat und diverse Vinylalkylether 

vom Typ 

H 2 C = CH-0-R mit 

20 R = Methyl, Ethyl, Propyl, fsobutyl, Octadecyl, 
Cyclohexyl, 4-Hydroxybutyl sind einsetzbar, 
ebenso Vinylpyrrolidon, Vinylcaprolactam, Vinylcar- 
bazol und 1 -Vinylimidazol. 

25 Beispiel 

Poiymerisatherstellung: 

In einer 2-Liter- Poly merisationsapparatur aus 

30 Glas Oder Stahl, ausgerustet mit Ruhrer, Ruckflufi- 
kGhler, Thermometer, und Gaseinleitungsrohr, wur- 
den 192 g 2-Ethylhexylacrylat, 200 g Stearylacry- 
lat, 8 g Benzoinacrylat und 266 g Aceton vorgelegt. 
Die Losung wurde zunachst unter Ruhren (ca. 120 

35 U/min.) durch Spulen mit Stickstoff vom Sauerstoff 
befreit und dann zum Sieden erhitzt. 

Durch portionsweise Zugabe von insgesamt 0,4 
Gew.-% Dibenzoylperoxid wurde die Polymerisa- 
tion ausgelost und weitergefuhrt. Wahrend der Po- 

40 iymerisationszeit von etwa 20 Stunden wurde in 
Abhangigkeit von der Viskositat mehrmals mit Lo- 
sungsmittel (Benzin 60/95) verdunnt, so daB die 
fertige Polymerlosung einen Feststoffgehalt von 30 
- 60 Gew.-% aufwies. 

45 Ausbeute [%]: 99,4 
K-Wert []: 83,1 

Beschfchtung: 

50 Die oben beschriebene Polymerlosung wurde 

wie folgt weiter verwendet. 
TrSger: EBA-Folie, 70 urn Dicke. 

1 . Arbeitsgang 

55 

Einseitige Corona-Vorbehandlung zur Verbes- 
serung der Masseverankerung mit 1,85 kW bei 10 
m/min. (entspricht ca. 38 mN/m) 
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2. Arbeltsgang 

Moglichst fruhzeitig nach der Corona-Behand- 
lung erfolgte die Massebeschichtung auf dieser 
vorbehandelten Seite (Geschwindigkeit: 1 m/min; 
Massegewicht: ca. 10 - 15 g/m 2 , Trocknung in 
sechs Zonen: 60/70/70/80/80/90 ° C). Das beschich- 
tete Tape wurde mit Trennfolie/Trennpapier abge- 
deckt. 

3. Arbeltsgang 

Das fertige Tape wurde folientragerseitig einer 
ES-Bestrahlung unterzogen (170 kV und 4-5 m/min 
Geschwindigkeit, urn eine Dosis von ca. 10 kGy zu 
erzielen), urn das Eigenschaftsprofil der Folie und 
ie Verankerung der Klebemasse zu verbessern. 

Produkteigenschaften: 

Das auf die oben geschilderte Weise herge- 
stellte Dicing Tape weist eine Anfangsklebkraft auf 
einem Siliziumwafer von 1 ,1 N/cm auf. 

Nach der UV-Bestrahlung (stationar; 30 sec 
Hanau Q 1200) sinkt die Klebkraft des Musters auf 
0,15 N/cm. 

FUr die Bestrahlung wurden handelsUbliche 
UV-Bestrahlungsquellen eingesetzt. Nach der Obli- 
chen Methode des Dehnens des Bandes mit darauf 
geklebten Wafern und UV-Bestrahlen wie beschrie- 
ben, lassen sich die Wafer problemlos und unbe- 
schadigt abnehmen. 

Prufmethoden: 

K-Wert: 

Der K-Wert wurde nach den ublichen Metho- 
den der Kapillarviskosimetrie (in Ubbelohde-Visko- 
simetem) bestimmt. Die Messungen wurden an Ld- 
sungen von 1 g Polymer in 100 ml Toluol bei 25 °C 
durchgefuhrt. 

Klebkraft: 

Die rauhe Seite der Wafer-Oberflache (nicht 
polierte Seite) wurde mit dem unbestrahlten PrUf- 
streifen . (Breite: 20 mm) beklebt. Die Applikation 
erfolgte luftblasenfrei. Im AnschluB wurde das Tape 
manuell vorsichtig angedrUckt. Die Messung erfolg- 
te mit einer elektronischen ZugprQfmaschine inner- 
halb einer Minute nach Applikation (Abzugswinkel: 
180- C, Abzugsgeschwindigkeit: 300 mm/min). 

PatentansprUche 

1. Durch Strahlung partiell entklebendes Selbst- 
klebeband (Dicing Tape) zum vorObergehen- 
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den Fixieren von Wafern, mit einem TrSger 
aus einer Strahlungs-durchlassigen Folie und 
einer Strahlungs-vernetzbaren Selbstklebemas- 
se, dadurch gekennzeichnet, daB die polymere 
Selbstklebemasse Strahlungs-Sensibilisatoren 
copolymerisiert enthalt. 

Selbstklebeband nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Strahlung UV-Strah- 
lung ist, wobei die Trager-Folie UV-durchlassig 
ist, die Selbstklebemasse UV-vernetzbar ist, 
und die copolymerisierten Sensibilsatoren UV- 
Sensibilisatoren sind. 

Selbstklebeband nach Anspruch 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB der copolymerisierte Sen- 
sibilisator Benzoinacrylat ist. 

Selbstklebeband nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet daB die Trager-Folie aus 
Weich-PVC, Polybuten, 1 ,2-Polybutadien oder 
Ethylbutylacrylat-Copolymer besteht. 

Selbstklebeband nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Trager-Folie in beiden 
Richtungen ihrer Ebene dehnbar ist. bei einer 
Folienstarke von 5 - 400 urn, insbesondere 20 
- 80 urn. 

Selbstklebeband nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Trager-Folie ein Eth- 
ylbutylacrylat-Copolymer und die Selbstklebe- 
masse ein Polyacrylat-Copolymer ist. 

Selbstklebeband nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Selbstklebemasse ein 
Polyacrylat-Copolymer mit Seitenketten-Kristal- 
linitat ist. 

Verwendung eines Selbstklebebandes (Dicing 
Tape) nach einem der AnsprOche 1-7 zum 
vortibergehenden Fixieren von Wafern. 

Verwendung nach Anspruch 8, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Wafer wieder entfernt 
werden, indem das Selbstklebeband durch den 
Trager bestrahlt wird, urn die Selbstklebemas- 
se zu vernetzen und damit die Klebkraft herab- 
zusetzen, worauf die Wafer mit SaugrUsseln 
oder dergleichen abgenommen werden kon- 
nen. 
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